3 Kovy a ich zliatiny

3.1 Nezelezné kovy a ich zliatiny vo vyrobe a v praxi

V elektrotechnike a najma v elektronike prevlada pouzitie nezeleznych kovov nad
ocelami. Dévodom je velka elektricka vodivost mnohych nezeleznych kovov, vacésiu
odolnost’ voCi korozii a dobru spajkovatelnost. Niektoré z nich (med a kovy s vysokym
bodom tavenia) su vhodné pre pouzitie vo vakuovej technike. Velmi dobra mechanicka
pevnost, typicka pre ocele sa nevyzaduje, a preto sa ocele pouzivaju len vynimocne. Napr.
pri vyrobe farebnych obrazoviek, kde sa pouzivaju ocele s potlatenym mnoZstvom uhlika,
ktoré maju vo vakuu vyborné viastnosti.

Nezelezné kovy sa dodavaju vo forme ploSnych tvarov (plechy, félie, pasy, pruhy,
dosky, anédy, profilové pasy), v tvare s kruhovym prierezom (tyCe, dréty, mikrodroty)
a réznych profilov [2, 10, 13, 32].

3.1.1 Med’ a jej zliatiny

Med sa v elektrotechnike pouziva ako vodi¢ pre rozvod elektrickej energie vzduSnym
vedenim a ako vodivé jadro vodiCov a kablov. S rastom cien sa jeho pouzitie obmedzovalo
a nahradzal sa hlinikom. V elektronike sa med pouziva vo forme drétov, ktoré su chranené
izolaénym lakom, alebo sa pouziva ochrana kaucukovou izolaciou v kombinacii cinovym
povlakom. Cinovy povlak chrani med pred koréziou sirou. Najviac sa vSak v elektronike ako
vodice pouzivaju zlaté mikrodréty a mikrodréty zo zliatiny AISi. Med sa pouziva vo forme
zliatin pre vyrobu kontaktov. Pre kontaktovanie vykonovych hybridnych integrovanych
obvodov sa pouZivaju medené mikrodréty platované hlinikom. Medené jadro ma funkciu
tepelného a elektrického vodi¢a a hlinikovy plast funkciu spojovacieho prostriedku. Dobre sa
spajkuje pri nizkych teplotach. Med sa pouziva vo forme félii pri vyrobe dosiek s ploSnymi
spojmi. Vyraba sa valcovanim alebo galvanickym vylu€ovanim na nerezovej katode.

Viastnosti medi

Med je nacervenaly kov dobre tvarnitelny za studena aj za tepla. Ma vynikajucu
elektrickli a tepelnu vodivost. Tieto vlastnosti klesaju s obsahom necistét. Med je znacne
odolna voc&i atmosférickej kordzii. V prostredi s vy§Sim obsahom kysli¢nika strieborného
Cernie na povrchu vplyvom tvorby sirniku a v Cistom prostredi zelena vplyvom tvorby
zasaditého uhli¢itanu. Rychle koroduje vplyvom lanového oleja a siry z vulkanizovanych
kauCukov (vodiCe a kable). Je dobre spajkovatelna na makko aj na tvrdo. Med sa lahko
odplyfiuje aje preto vhodnym materidlom pre konStrukciou elektrovakuovych zariadeni.
Nevyhodou je jeho nizky prah rekry$talizacie (300°C), nad ktorym znatne makne a straca
svoju mechanicku pevnost. Pre svoju velku tepelnu vodivost sa med nehodi pre stavovanie
so sklami. Jeho nevyhodou v niektorych pripadoch je krehnutie vplyvom ,vodikovej nemoci®.

Druhy medi

V elektronike sa pouziva vyhradne elektrolyticky rafinovana. Pre vyrobu vodiCov sa
pouziva elektrovodna med ECu, priCom sa kladie dbéraz na jej dobru elektricki vodivost
a jednoduchost opracovania. Vyraba sa v stave makkom, polotvrdom a tvrdom. Med
s potlatenym obsahom kyslika Cu - OFHC (Oxygen Free High Conductivity), med ktora
netrpi vodikovou nemocou. PretoZe zniZzenie obsahu kyslika sa dosahuje pretavovanim
v atmosfére CO alebo vo vakuu. Takato med sa pouziva pre najnarocnejSie pouzitia napr. pri
vyrobe magnetrénov. Med aplikovana v elektrovakuovom priemysle sa odplyfiuje Zihanim vo
vodiku. Med rafinovana vo vodikovej atmosfére je vSak krehka a trpi ,vodikovou nemocou“ .
Pri¢inou vodikovej nemoci je vznik vodnej pary, ktora rozrusuje krystalovu Strukturu medi.
Vysoko Cista med (99,999 %) sa pouziva pre vyrobu targetov (ter€ikov) a nosnikov targetov,
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mikrodrétov pre prepojovanie hybridnych integrovanych obvodov pre naprasSovacie zliatiny.
U tohto druhu medi je garantované mnozstvo primesi.

Zliatiny medi

Med tvori mnozstvo zliatin s uSlachtilymi kovmi a s niklom, kobaltom a manganom.
S inymi kovmi (zinok, cin, kremik, hlinik, kadmium, antimén) vznikaju pri urcitych
podmienkach krehké zluceniny. Zliatiny medi maju lepSie mechanické vlastnosti, su
odolnejSie voci koréznemu prostrediu a niektoré su vytvrdzovatelné za tepla. LahSie sa
odlievaju. V elektronike sa pouzivaju ako kontaktovacie materialy, ako pruziny, ako podlozky
pre tranzistory a integrované obvody, ako materialy pre konektory. Medzi zliatiny medi
vyuzivané v elektrotechnike a elektronike patria:

1. Zliatiny s vysokou trieskovou obrobitelnostou - mosadze (pre hromadnu vyrobu
kovovych kontaktov, pre konektory a pod.)

2. Beryliové bronze v tvare extrémne tenkych folii sa pouzivaju ako nemagneticka
vloZka do magnetickych hlav pre zaznam obrazu a zvuku.

3. Zliatina CuCo sa pouziva vo forme pasov na vyrobu podloziek pre vykonové
tranzistory a integrovanych obvodov, na vyroby tlacidiel.

4. CuSn (bronzy) sa pouzivaju najma ako material pre vyrobu kontaktov a vSade tam,
kde z pevnostnych a kor6znych dévodov nie je mozné pouzit mosadz.

5. CuFe sa pouziva ako lacna nahrada za cinovy bronz pre vyrobu kontaktov a privody
pri vyrobe tranzistorov a integrovanych obvodov puzdrenych do plastov

6. CuNiSn je zliatina Specialne vyvinuta pre privody pasivnych elektronickych sucéiastok,

pre kontakty a zasuvky
Vodivé félie pre dosky plosnych spojov

Ako vodiva félia sa pre dosky ploSnych spojov najastejSie pouziva med,
nestandardne aj hlinik, ocel, striebro a cin. Medena fdlia sa v zavislosti od Cistoty (Cistota
minimalne 99,5 %) vyznacuje vybornou vodivostou, velmi dobrou spajkovatelnostou, dobrou
daktilitou (daktilita je taznost medeného povlaku) a relativne nizkou cenou. Pre vodivé félie
sa zauzivalo ich oznaCovanie podla hmotnosti v uncach na Stvorcovu stopu (1 OZ/sq.ft. =
305,16 g/m?): Poluncova félia ma hrubku 17,5 um, jednouncova félia ma hrabku 35 pm,
dvojuncova félia ma hrabku 70 um, trojuncova félia ma hrubku 105 um. Medena félia sa pre
uCely dosiek plosnych spojov vyraba valcovanim za tepla (jednoducha vyroba vacSich
hrabok) alebo galvanickym vylu€ovanim (vhodné pre mensie hrubky).

Vodiva medena folia je spracovana valcovanim za tepla zo zoSlachtenych blokov
Cistej medi. Takto spracovana félia ma niekolko nevyhod ako su mikroskopické poruchy
celistvosti a dokonale hladky povrch po obidvoch stranach medenej félie. Jej vyhodou je
moznost valcovania na hrubku i pod 25 um a vyborné vlastnosti pri namahani v tahu.

Elektrolyticky vyluéovana vodivda medena félia sa vyrdba ukladanim filmu z
roztoku siranu mednatého CuSO, pripadne z roztoku kyanidu mednatého KCN na toCiace sa
valce z nerezovej ocele alebo olova, z ktorych sa medena fdlia kontinualne odlupuje.
Vyhodou tohto procesu spracovania je rozlicna kvalita povrchov po obidvoch stranach
medenej félie:

- drsny, matny a zrnity vonkajsi povrch, ktory ma lepsie predpoklady prifnut k ,prepregu”
(prepreg - lepiaci list zloZzeny zo sklenej latky a Ciastone vytvrdenej Zivice)
- hladky, leskly vnuatorny povrch medene;j folie.

Hrabka medenej folie zavisi od koncentracie roztoku, od elektrickych a mechanickych
parametrov elektrolyzy a méze byt mensia ako 2,5 um.
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3.1.2 Hlinik a jeho zliatiny

Hlinik ako kov s vefmi nizkou hmotnostou sa spociatku vyuZival pri vyrobe tazkych
zbrani a neskoér v letectve. Rozvojom technoldgie zameranej na jeho vycistenie sa pozornost
upriamila aj na jeho elektricku vodivost, ktora je asi 65 % medi. Hlinik je tretim najlepSim
vodicom za striebrom a medou. V elektrotechnike sa teda hlinik pouZiva hlavne ako vodié.
Vyuziva sa hojne aj v elektronike a v mikroelektronike, kde sa zneho vyrabaju tenké
mikrodroty, rézne sucasti zariadeni a kryty. Tiez sa vyuzivaju dielektrické vlastnosti oxidu
hlinika vytvoreného na hlinikovej folii, ¢o sa wvyuziva pri vyrobe elektrolytickych
kondenzatorov. Hlinik sa lahko napraSuje a naparuje a vo forme povlakov sa pouzZiva ako
reflektor ziarenia pri vyrobe Ciernobielych a farebnych obrazoviek a pre pripravu vodivych
ciest pri vyrobe mikroelektronickych suciastok.

Vlastnosti hlinika

Hlinik je biely, striebroleskly, makky kov, ktory sa na vzduchu pokryva na povrchu
tenkym sivobielym povlakom, ktory nepostupuje do hibky. Ma velmi malu hustotu a je dost
makky. Je ho mozné valcovat na velmi tenké folie. Na druhej strane ma pomerne malu
mechanicku pevnost, ktord je mozné zvySit legovanim alebo mikrolegovanim. Ako
mikrolegovacia primes sa do hlinika dava berylium alebo bér. Ako legovacia primes sa
pouziva med, horéik, zinok alebo kremik. Pomerene dobre odolava kyselindm alebo
zasadam.

Mikrodréty a folie

Mikrodréty zo zliatiny AlSi sa vyrabaju v masovom meradle v mikroelektronike, pricom
spdjanie s ostatnymi kovmi sa robi ultrazvukovo. Musia sa udrziavat v obale so silikagélom.
Okrem tejto zliatiny sa pre ucely mikrodrotov pouzivaju aj zliatiny AlCu,. Tato zliatina ma asi
0 15 % vacsiu elektricku vodivost ako AISi. Pouziva sa ako prepojovaci drot pre vykonové
tranzistory a mikroelektronické obvody.

Félie pre vyrobu elektrolytickych kondenzatorov sa pouzivaju ako andédové alebo
katodove folie.
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